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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

現在作製しているデバイスにおいて、セラミックチューブに配線を加工した液晶ポ
リマー（LCP）を巻きつけたデバイスをカットする必要がある。その際に切断面で
配線幅がブレードとの接触により広がらないようにするため、ウォーターレーザー
による加工を検討した。

実験
Experimental

配線加工した厚み25 μmの液晶ポリマーを巻きつけ接着した内径550 μm、外
径800 μmのセラミックチューブの先端をウォーターレーザーでカットした。四角
形のパターンを95周することでカットを行った。

結果と考察
Results and Discussion

LCPとセラミックチューブをカットすることができたが、LCPはくしゃくしゃになっ
ており、切断面が黒ずんでいた。この原因としてはレーザーによるLCPへの熱ダメー
ジ、カットした際のデブリの付着が原因だと考えられる。
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図2. カット側面図
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